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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

EXIGENCES RELATIVES A LA QUALITE D'EXECUTION
DES ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES BRASES -

Partie 1: Généralités

AVANT PROPOS

La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation cor nosc >
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEl a poui abje" de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les <~ man s de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Normes_ "iteri.2tisnales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national in."ressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non goi'vernementales, en
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEIl collabore étroitement & ‘ec I'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux > vanisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions techniques re xrése ~tent dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les-“on.*4< nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d'études.

Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations in. ‘nationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guic'es :t agréés comme tels par les Comités
nationaux.

Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités n¢cionaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes in =rn7 tionales de la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la normc de 'a CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette acrnie.e.

La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquag  corn me indication d'approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme ¢ ".une de ses normes.

L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle o «> dicits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droi's '« propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 61192-1"a été établie par le Comité d'études 91 de la CEl:
Techniques d'assemblage des coniposanics électroniques.

Le texte de cette norme estic-u u:s documents suivants:

FDIS Rapport de vote
91/345/FDIS 91/367/RVD

Le rapport de 'voi> indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'aporchation de cette norme.

Cette puhlication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

iiconvierc d'utiliser la présente norme conjointement avec les parties suivantes de la CEl
31122, sous le titre général Exigences relatives a la qualité d'exécution des assemblages
éicctroniques brasés:

Partie 2: Assemblage par montage en surface

Partie 3: Assemblage au moyen de trous traversants

Partie 4: Assemblage au moyen de bornes
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

WORKMANSHIP REQUIREMENTS
FOR SOLDERED ELECTRONIC ASSEMBLIES -

Part 1: General

FOREWORD

The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization com, risii.
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to »ror ote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and elecror.’= fie. 's. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their nrep >r<tion is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject de.'t with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental oijanizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the Interna ional Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement * 2tween the two
organizations.

The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters exnres:. as rezarly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technic« |l co.amittee has representation
from all interested National Committees.

The documents produced have the form of recommendations for interi atic nal use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides ai.1 .2y are accepted by the National
Committees in that sense.

In order to promote international unification, IEC National Corxmi.ees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible .in (heir national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

The IEC provides no marking procedure to indicate its ap.:uval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

Attention is drawn to the possibility that some ¢ the elerrients of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held resnor siu!: for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61192-" ‘ias been prepared by IEC technical committee 91:
Electronics assembly technology.

The text of this standard is Facea ¢n the following documents:

FDIS Report on voting
91/345/FDIS 91/367/RVD

Full informati-n ¢n the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicatec.in the above table.

This nuk'ication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

Iwis stanuard should be used in conjunction with the following parts of IEC 61192, under the
Jencral title Workmanship requirements for soldered electronic assemblies:

Part 2: Surface-mount assemblies

Part 3: Through-hole mount assemblies

Part 4: Terminal assemblies


https://www.stdhive.com/standards/iec-61192-1-ed-10-b2003-pdf/
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Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. A cette
date, la publication sera

reconduite;

supprimée;

remplacée par une édition révisée, ou
amendée.


https://www.stdhive.com/standards/iec-61192-1-ed-10-b2003-pdf/
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The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2007. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

+ withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.
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INTRODUCTION

La présente partie de la CEl 61192 couvre les régles générales de qualité d'exécution pour
la fabrication d'ensembles électroniques brasés permettant de satisfaire aux exigences de la
CEI 61191-1 et a celle des normes intermédiaires correspondantes.

Les exigences relatives a l'assemblage par montage en surface, au moyen de trous
traversants et au moyen de bornes sont données dans la CEl 61192-2, la CEI 61192-3 et la
CEI 61192-4 qui sont des normes séparées mais apparentées.
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INTRODUCTION

This part of IEC 61192 covers general workmanship requirements for the manufacture of
soldered electronic assemblies that can enable the requirements of IEC 61191-1 and its related
sectional standards to be met.

The requirements for surface-mount assemblies as well as through-hole mount assemblies and
terminal assemblies are given in IEC 61192-2, IEC 61192-3 and IEC 61192-4, which are
separate but related standards.
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EXIGENCES RELATIVES A LA QUALITE D'EXECUTION
DES ASSEMBLAGES ELECTRONIQUES BRASES -

Partie 1: Généralités

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEl 61192 spécifie les exigences générales en matiére de qualité
d'exécution des montages de composants électroniques brasés sur des cartes imprimées et
stratifiées similaires, fixées a la ou aux surfaces de substrats organiques.

La présente norme ne couvre pas les circuits hybrides dans lesquels la métallisation
conductrice est directement déposée sur un substrat céramique ou sur un substrat métallique a
revétement céramique. Elle couvre les boitiers multipuces montés sur des substrats
organiques mais les exclut lorsqu'ils sont montés sur des surfaces en substrats inorganiques
tels que céramique ou silicium.

L'objet de cette norme est de:

a) définir des regles et des lignes directrices en matiére de qualité d'exécution correcte et
bonne pratique de préparation, de brasage, d'inspection et d'essai des montages
électroniques et électriques;

b) permettre I'obtention de niveaux de rendement et de qualité de produits élevés grace a la
gestion du processus en cours de production.

c) permettre aux fournisseurs et aux utilisateurs des montages électroniques de spécifier,
dans le cadre d'un contrat, de bonnes pratiques de fabrication.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références non
datées, la derniere édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 60194, Conception, fabrication et assemblage des cartes imprimées — Termes et définitions

CEI 61188-1-1, Cartes imprimées et cartes imprimées équipées — Conception et utilisation —
Partie 1-1: Prescriptions génériques — Considérations concernant la planéité d’ensembles
électroniques

CEI 61188-5-2, Cartes imprimées et cartes imprimées équipées — Conception et utilisation —
Partie 5-2: Considérations sur les liaisons pistes- soudures — Composants discrets 1)

CEI 61189-3, Méthodes d'essai pour les matériaux électriques, les structures d'interconnexion et
les ensembles — Partie 3: Méthodes d'essai des structures d'interconnexion (cartes imprimées)

CEI 61190-1-1, Matériaux de fixation pour les assemblages électroniques — Partie 1-1:
Exigences relatives au flux de brasage pour les interconnexions de haute qualité dans les
assemblages de composants électroniques

1) A publier.
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WORKMANSHIP REQUIREMENTS
FOR SOLDERED ELECTRONIC ASSEMBLIES -

Part 1: General

1 Scope and object

This part of IEC 61192 specifies general requirements for workmanship in soldered electronic
assemblies on printed boards and on similar laminates attached to the surface(s) of organic
substrates.

This standard does not include hybrid circuits in which the conductor metallization is deposited
directly on a ceramic substrate or onto a ceramic-coated metal substrate. It includes multichip
modules assembled on organic substrates but excludes them when they are assembled on
inorganic substrate surfaces such as ceramic or silicon.

The purpose of this standards is:
a) to define requirements and guidelines for good workmanship and practice in the
preparation, soldering, inspection and testing of electronic and electrical assemblies;

b) to enable achievement of high yields and high product quality through process control in
production:

c) to enable the suppliers and users of electronic assemblies to specify good manufacturing
practice as part of a contract.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60194, Printed board design, manufacture and assembly — Terms and definitions

IEC 61188-1-1, Printed boards and printed board assemblies — Design and use — Part 1-1:
Generic requirements — Flatness considerations for electronic assemblies

IEC 61188-5-2, Printed boards and printed board assemblies — Design and use — Part 5-2:
Attachment (land/joint) considerations — Discrete components 1)

IEC 61189-3, Test methods for electrical materials, interconnection structures and assemblies —
Part 3: Test methods for interconnection structures (printed boards)

IEC 61190-1-1, Attachment materials for electronic assembly — Part 1-1: Requirements for
soldering fluxes for high-quality interconnections in electronics assembly

1) To be published.
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CEI 61191-1, Ensembles de cartes imprimées — Partie 1: Spécification générique — Exigences
relatives aux ensembles électriques et électroniques brasés utilisant les techniques de
montage en surface et associées

CEI 61191-2, Ensembles de cartes imprimées — Partie 2: Spécification intermédiaire -
Exigences relatives a I'assemblage par brasage pour montage en surface

CEI 61191-3, Ensembles de cartes imprimées — Partie 3: Spécification intermédiaire —
Exigences relatives a l'assemblage par brasage de trous traversants

CEI 61191-4, Ensembles de cartes imprimées — Partie 4: Spécification intermédiaire -
Exigences relatives a I'assemblage de bornes par brasage

CEI 61192-2, Exigences relatives a la qualité d'exécution des assemblages électroniques
brasés — Partie 2: Assemblage par montage en surface

CEI 61192-3, Exigences relatives a la qualité d'exécution des assemblages électroniques
brasés — Partie 3: Assemblage au moyen de trous traversants

CEI 61192-4, Exigences relatives a la qualité d'exécution des assemblages électroniques
brasés — Partie 4: Assemblage au moyen de bornes

CEI 61249-8 (toutes les parties), Matériaux pour les structures d'interconnexion — Partie 8:
Collection de spécifications intermédiaires pour les films et revétements non conducteurs

CEI 61340-5-1, Electrostatique — Partie 5-1: Protection des dispositifs électroniques contre les
phénomeénes électrostatiques — Prescriptions générales

CEI 61340-5-2, Electrostatique — Partie 5-2: Protection des dispositifs électroniques contre les
phénomeénes électrostatiques — Guide d'utilisation

CEI 61760-2, Technique du montage en surface — Partie 2: Transport et stockage des
composants pour montage en surface (CMS) — Guide d'application

ISO 9002, Systemes qualité — Modéle pour I'assurance de la qualité en production, installation
et prestations associées
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IEC 61191-1, Printed board assemblies — Part 1: Generic specification — Requirements for
soldered electrical and electronic assemblies using surface mount and related assembly
technologies

IEC 61191-2, Printed board assemblies — Part 2: Sectional specification — Requirements for
surface mount soldered assemblies

IEC 61191-3, Printed board assemblies — Part 3: Sectional specification — Requirements for
through-hole soldered assemblies

IEC 61191-4, Printed board assemblies — Part 4: Sectional specification — Requirements for
terminal soldered assemblies

IEC 61192-2, Workmanship requirements for soldered electronic assemblies — Part 2: Surface-
mount assemblies

IEC 61192-3, Workmanship requirements for soldered electronic assemblies — Part 3: Through-
hole mount assemblies

IEC 61192-4, Workmanship requirements for soldered electronic assemblies — Part 4: Terminal
assemblies

IEC 61249-8 (all parts), Materials for interconnection structures — Part 8: Sectional specifi-
cation set for non-conductive films and coatings

IEC 61340-5-1, Electrostatics — Part 5-1: Protection of electronic devices from electrostatic
phenomena — General requirements

IEC 61340-5-2, Electrostatics — Part 5-2: Protection of electronic devices from electrostatic
phenomena — User guide

IEC 61760-2, Surface mounting technology — Part 2: Transportation and storage conditions of
surface mounting devices (SMD) — Application guide

ISO 9002, Quality systems — Model for quality assurance in production, installation and
servicing





